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全文摘要
在玻璃基板的研发与市场状况讨论中，指出尽管国内企业在该领域已取得进展，但与国际领先企业相比，仍面临技术与工艺上的积累劣势。提及多家企业如秦集团、肖特康宁及凯盛科技等在玻璃基板研发中的投入与成效，强调技术配方和工艺改进对提升产品性能与良率的关键作用。同时，封装技术、检测技术与材料科学的进步被视作推动行业发展的核心动力，对增强玻璃基板的市场竞争力具有重要意义。整体讨论聚焦于玻璃基板和封装技术的最新进展、技术挑战及市场机遇。

章节速览
00:00 玻璃基板技术壁垒与海外企业优势分析
对话讨论了玻璃基板在机械性能要求上的高壁垒，指出尽管底层配方与工艺多年未发生本质变化，但海外企业如肖特康宁在下游应用场景中占据优势。原因是这些企业在玻璃领域积累了深厚的经验。尽管存在工艺改进空间，但玻璃配方和tpv玻璃基板的壁垒依然很高，影响着一流合作的可能。

01:27 国内企业玻璃基板研发进展与投资前景
对话讨论了国内企业在玻璃基板研发领域的进展，以秦集团为例，其在配方和关键技术上取得突破，采用高硼硅方案进行小批量送样验证，并规划了117万平米的产量预期。基于当前价格，项目投资收益率高，显示了玻璃基板方向的明确进展和未来重点投资方向。

03:39 力诺集团在玻璃基板研发上的独特优势
讨论了力诺集团在CDV行情中备受关注的原因，指出其在玻璃原片研发上的底层技术来源，源于公司高层硅玻璃的积累。力诺在高硼硅玻璃领域的多年经验，为其在半导体领域的储备提供了支持。公司在EV玻璃基板项目上的客户商务关系和验证进度较快，体现了其在玻璃基板研发上的独特优势。

05:24 凯盛科技与新里托波：国产玻璃新材料领军者
凯盛科技作为中国建材集团子公司，专注于显示及新材料领域，与下游客户合作紧密，技术储备雄厚，在UTG封装玻璃、折叠屏手机等领域领先。新里托波在电子玻璃行业成绩显著，技术积累深厚，持续招聘TEV相关人才，未来将加大投入。两家公司均为国产替代的先锋，值得关注。

09:40 玻璃基板加工设备行业分析与市场前景
对话围绕玻璃基板加工设备行业展开，分析了行业下游布局积极、资本开支增加等趋势，以及AI链生产方面业绩与订单增速情况。核心观点包括玻璃基板加工环节新增价值、PVD电镀曝光等设备投资占比分析，强调了新技术增长需求对订单真实性的影响，以及行业整体提速状况。

13:42 玻璃基板打孔技术及其对设备投资的影响
讨论了玻璃基板在汽车打孔方面的技术挑战，包括高深宽比通孔的制作和裂纹避免，强调了激光打孔良率对后续工序质量的重要性。对比PCB钻孔，玻璃基板打孔要求更高，预示着未来设备投资将更加集中于技术领先的厂商。下游半导体大厂的认可和订单是衡量设备企业未来地位的关键因素。

17:41 激光技术与玻璃基板电路设备的产业进展
讨论了激光技术在汽车系统设备和司法检测等领域的应用，以及其作为平台化技术的扩展性。同时，分析了玻璃基板电路设备的关键技术挑战，包括提高玻璃与铜的附着力和减少高温芯片影响，指出东威科技等国内企业在这一领域处于领先地位。

20:50 东威科技：国产高端PCB设备及先进封装装备的突破与市场前景
东威科技在高端PCB设备，尤其是HDI和窄版孔金属化设备方面取得显著进展，打破了国外企业长期垄断。公司还成功研发出用于先进封装的VCP设备，成为国内唯一供应商。此外，东威在玻璃基板曝光设备领域也有突破，产品推进迅速，有望带动公司业绩增长。整体来看，东威科技在PCB及先进封装装备领域展现出强劲的市场竞争力和增长潜力。

26:01 高价值芯片封装检测与工业技术壁垒探讨
对话聚焦于高价值芯片如GPU和HBM封装的检测需求，强调在线实时检测的重要性，以防止因缺陷导致的报废。讨论了玻璃基板、PVT工艺等技术环节，指出这些是产业链中价值提升的关键点。同时，提到了国内企业在技术壁垒下的挑战与机遇，以及观察PP订单验证和组件企业表现作为行业观察的重要指标。

29:27 玻璃基板封装技术：线宽、层数与材质结合的挑战
讨论了玻璃基板在封装技术中的应用，重点在于实现细线宽和多层堆叠的能力，以及不同材质结合时的对准精度和稳定性挑战。未来发展方向包括提高线宽精度、增加堆叠层数，以及优化金属与玻璃的结合强度，以支持更复杂的多芯片系统集成。

34:44 玻璃基板检测技术：透明材料检测的挑战与AI解决方案
讨论了玻璃基板在封装过程中的检测难题，尤其是传统光学检测手段在透明材料上的局限性，包括裂纹检测、对准误差及多层堆叠中的材质不稳定问题。提出AI检测模块和高精度检测方案作为发展方向，强调检测在评估工厂良率中的重要性。

36:07 封测行业技术挑战与市场机遇
封测环节作为决定芯片良率的关键步骤，面临热膨胀、材料匹配等技术难题，行业正通过优化检测和控制流程提升良率。随着3D堆叠、Cos封装等技术的发展，头部企业如微电创能科技、华天科技等展现出强劲的市场竞争力。同时，小众企业如成都一城、汇龙股份等凭借技术准备和产能扩张，有望在特定领域实现弯道超车，共同推动封测行业技术革新和市场拓展。

发言总结
发言人1
首先强调了玻璃基板技术和封装技术的进展，指出了工艺改进对行业的重要性及不同应用领域间的差异。尽管配方可能相同，但三种工艺在实质上并无差异。他提到，海外企业在该领域占据主导地位，而国内企业正通过持续研发努力追赶。他特别提到了秦集团、运动药包、凯科技、新里托波等公司在玻璃基板研发方面的进展，指出封装技术在提升产品良率及推动技术进步方面扮演关键角色。

此外，他还讨论了检测技术与材料选择所面临的挑战，以及设备与技术壁垒的不断升级，暗示行业竞争日趋激烈且技术更新需求持续存在。最后，他表达了对国内企业技术突破的乐观预期，认为这将有助于缩小与海外企业在该领域的差距。

要点回顾
在玻璃基板方面，国内外企业在技术和市场上的竞争地位如何？国内企业中，秦集团在玻璃基板研发方面的进展如何？
发言人1：海外企业在玻璃基板领域占据优势，如肖特康宁等公司，它们在技术和下游应用中市场占比相对较高，这主要源于他们在玻璃领域的深厚积累和对机械性能要求较高的玻璃基板配方长期没有本质变化所形成的壁垒。而国内企业虽然目前处于相对劣势地位，但已有企业在玻璃基板研发上取得明显进展，例如秦集团和金晶科技等公司。秦集团在玻璃基板研发上已经取得了一些突破，他们在定增公告中提到会聚焦于玻璃基板的研发，尤其是针对视频领域的玻璃基板。目前，秦集团在配方和关键技术上已经实现了突破，并且使用高硼硅方案制作的玻璃基板正在进行麒麟用方案的小批量送样验证。此外，秦集团还规划了未来117万平米的产量预期，按照目前市场价格计算，该项目有望带来较高的投资收益率。

除了秦集团之外，还有哪些公司在玻璃基板领域有所突破或布局？
发言人1：运动药包（未明确全名）也是玻璃基板领域的一个值得关注的企业，自四月以来，在CDV行情中因其稀缺性而受到关注。公司不仅拥有与国产之外下游客户合作的独特优势，还于6月份投资了一条过滤机板实验线，成为最早实现这一生产线的玻璃企业之一。运动药包依托于高硼硅玻璃的研发经验积累，在半导体领域做了相关储备，使得其在EVA玻璃基板的研发进度较快，商务关系和验证进度表现突出。

凯盛科技在玻璃基板及新材料领域的定位及进展怎样？
发言人1：凯盛科技作为中国建材集团旗下的子公司，是中国玻璃新材料研究的重要国家队成员。依托于控股股东的深厚技术背景以及中国玻璃新材料研究院的技术支持，凯盛科技在显示及新材料领域具有显著优势，多项产品和技术处于国内领先地位，包括UTG封装玻璃、UTG折叠屏手机等的研发。在玻璃基板方向上，凯盛科技同样处于较前沿的位置，与下游重要客户保持着长期良好的商务合作关系，从多个维度体现了其在科技创新和国产替代方面的先锋角色。

凯盛科技在玻璃基板领域的定位和特点是什么？对于未上市的公司在玻璃基板领域的发展前景如何看待？
发言人1：凯盛科技目前处于研发送样测试阶段，其定位与利落、麒麟有所不同，不仅限于玻璃名片环节的研发与推进，还涉及到下游打孔和镀铜加工环节的技术研发和合作。公司在国产化角度具有较强的技术储备，并且与下游有良好的合作关系。除了凯盛科技外，在未上市的公司中，例如新里托波也是一个值得关注的对象。新里托波在电子玻纤行业中成绩突出，拥有较强的技术积累，且股东背景中有下游大客户的基金支持。自2020年以来，该公司持续招聘相关人才并加大TTV新兴业务的投入，显示出较大的发展潜力。

从设备角度看，与玻璃基板相关的哪些设备需求增长较快？玻璃基板加工环节中哪些具体设备投资增长显著？
发言人1：从整个产业链来看，年初以来电视区持续看好包括第二激光、立式炉等与玻璃基板相关的龙头设备机会。核心逻辑在于两方面：一是产业推进方面，全球半岛地区龙头企业的积极布局以及专用玻璃基板加工设备的资本开支增加，使得设备作为卖产值环节订单业绩兑现较早；二是AI链偏生产端，增速较高的板块如开发整机及BCB相关重点设备，在新技术增长需求下，硅模块检测封装、玻璃器皿等环节的订单真实性呈现区域提速状况。在玻璃基板加工的产线设备投资中，重点环节包括激光打孔、PVD、电镀、曝光等。其中，激光打孔环节占据整体产品价格约35%的比重，是新增价值的核心部分。打孔方案需要在保证不产生裂纹的前提下实现高深宽比通孔，同时对良率要求极高，因为激光打孔的良率直接影响后续工序的产品质量与密度，以及后道工序的良率上限。

在芯片包装结构中，哪个环节的质量要求最高？目前全球PCD环节的主要厂商是谁，其市场占有率如何？
发言人1：整个芯片包装结构中，玻璃基板边的打孔环节的质量要求最高，比PCD环节的要求更高。全球PCD环节的领军厂商占有趋势多，三年前其市场占有率全球超过70%。

玻璃基板的价格和处理要求如何？
发言人1：玻璃基板的价格较高，对材料处理的要求也较高，供应和处理的要求比较严格。

对于激光设备厂商来说，未来格局的关键考量因素是什么？
发言人1：未来格局中，激光设备厂商能否获得下游半导体大厂如海左边写文件等的验证，并拿到批量生产订单是衡量其在行业地位的重要标准。

国内企业中哪个环节的确定性最高？公司在激光加工设备领域的布局情况如何？
发言人1：目前在国内企业中，汽车系统设备获得国内尤其是海外主链端订单的环节确定性最高。公司除了提前布局激光加工设备外，还形成了针对司法检测和芯片企业需求的一体化解决方案能力，并关注激光技术在高效能工艺中的扩展应用。

电路分散制程中面临的主要技术挑战是什么？
发言人1：主要挑战包括在极小孔径下实现稳定均匀的填充技术以及提高玻璃与铜之间的附着力，并降低高温芯片的影响。

当前纯电路设备领域增量产能的关键卡点是什么？国内在纯电路设备领域的领先企业有哪些？
发言人1：关键卡点在于设备不仅技术要求高，还强烈影响着半导体产业中生产线能否顺利爬坡和量产。国内领先的纯电路设备企业有东威科技、上新科跟智美上海等龙头，他们在产品布局和技术表现方面表现出色。

对于高端HDI和窄版孔金属化设备，相关厂商有何新进展？
发言人1：厂商推出了能够实现连续生产线的水平度31设备，将PCB生产过程中的交叉、联通、电子服务等环节配套支撑起来，提升了生产线的水平和价格。

公司是否成功打破了国外设备企业在高端HDI板领域的长期垄断？公司在玻璃质量控制相关电子设备方面的进展如何？
发言人1：是的，公司已经成功打破了国外设备企业在高端HDI板领域的长期垄断，并且针对高阶STI和m stap方面推出了云展性VCP设备，作为国产替代的核心设备。部分新生产的理想式VCD设备已通过客户验收并进入规模量产阶段。公司正在与系统后端进行对接，并在电路和芯片高价值部分取得支持，对相关公司的利润增量表示看好。此外，公司在曝光部分的核心技术也有所突破，尤其是在大面积打板曝光时对焦准确性的提升，有助于提高布线良率。

公司在先进封装技术方面的设备供应情况如何？
发言人1：公司的工具设备是先进封装技术路线的关键装备，实现了从无到有的突破，并且是国内唯一的供应商。今年订单量进入快速增长期，尤其是在医疗室和PCT业务拓展方面取得显著成效。

在检测环节中，公司有何关键技术和产品布局？
发言人1：公司关注高价值AI风声中的龟裂纹、错位等缺陷检测，并且在玻璃层面对缺陷进行在线实时检测和反馈，以防止高价值GPU和HBM封装报废。检测环节已成为不可或缺的部分，其价值提升至与切割等前端环节相当。

PVD环节在电子产品制造中的作用是什么？
发言人1：PVD环节在电子产品制造中起着至关重要的作用，特别是在金属镭射方面。由于空玻璃本身的绝缘性和金属镭速较弱，若孔明上有连续性问题，后续电镀填空会导致空洞、断裂和失效。因此，在定路时需要先用PVD在玻璃孔明上进行电镀制备。

对于公司而言，当前的市场环境和技术壁垒有何特点？
发言人1：目前公司正处在产业化中线量产提速的时代，订单业绩有望快速增长。从技术壁垒角度看，各个加工环节的要求和技术难度比PC行业要高。在国内市场，关键节点是能否获得组件企业验证和PP订单，这是今年内需要观察的重要指标。

在玻璃封装技术中，当前技术的核心难点和壁垒是什么？封装公司如何通过技术和工艺创新满足未来封装需求？
发言人1：当前玻璃封装技术的核心难点在于实现更小的线宽和更高的堆叠层次，同时保证均匀性和一致性。具体来说，需要将线宽控制在26以下，并追求更高精度（如小于5的均匀性），部分厂商已能做到3秒左右的线宽。此外，随着多芯片系统集成需求的增长，对封装面积的要求也在增大，而传统硅基工艺受限于面积加工限制，无法满足大规模集成需求。因此，玻璃封装通过优化线性能达到现有技术水平的极限，并开始尝试通过多层堆叠架构来解决这个问题。封装公司在关注自身202部件的线宽技术能力的同时，需致力于在保持低线宽的同时尽可能增加层次，实现多层叠层。例如，英特尔展示的方案中，通过顶层和底层石墨烯拉丝堆叠，已能实现约1700平方米的整片封装面积，相当于传统封装的近两倍。因此，叠层技术和多层布线是封装公司需要重点发展的方向，以提高整体通信能力并应对未来复杂芯片集成的需求。

在封装过程中，如何解决金属与玻璃结合带来的挑战？
发言人1：在封装过程中，金属与玻璃结合时存在对准精度和材料结构稳定性的问题。芯片的建筑层与玻璃结合若粘附力不够强，可能导致多层堆叠时分层，进而影响互联性能。因此，封装厂商需要开发不同材质间的高精度对准技术和稳定的材料结合方法，确保在多层封装中的可靠性。同时，针对玻璃基板检测的挑战也是一个重要的发展方向，由于透明特性使得裂纹等内部缺陷不易被传统光学检测发现，所以引入AI检测模块或更高精度的检测方案对于提高封装良率至关重要。

在芯片封测环节中，为何要关注良率问题？
发言人1：因为在当前行业中，综合良率并不高，封测环节是决定产品最终良率的关键步骤。由于多种因素如玻璃基板热膨胀、通风程度调节等，以及不同芯片CPU架构和材质带来的需求差异，平衡这些问题对于提升封测良率至关重要。

目前英特方案的超区温度控制目标是什么？
发言人1：英特方案的目标是将超区温度控制在大约46度和260度左右，其中超级度压需要达到16左右的理想状态。工厂正在加速对超区检测和控制的调整，并涉及多种材质和架构的优化，整体压力较大。

为什么产品寿命控制在封测阶段很重要？
发言人1：产品寿命控制在封测阶段要求严格，不仅原厂会做测试，工厂在完成整封装后还会再次进行测试，这个过程耗时长，每轮测试需完成约1到2000个温度循环，通常需要一两个月。因此，如何以最少的验证轮次达到健康寿命可靠性验证，是决定企业竞争优势的关键。

在风险方面，应关注哪些具有技术和布线能力的公司？有哪些小公司可能凭借技术准备和产能扩张获得超弯道超车的机会？
发言人1：关注那些拥有良好封装能力和布线技术的公司，例如微电创能科技，预计在2027年前后有机会在特定领域取得技术突破，尤其在与海内外核心大客户的高端场景技术开发方案和平台构建上。同时，还有像床垫这样的SDFY兼容柜机版的企业，以及在传统工艺验证结果、电感值Q值等方面有快速提升的公司。例如成都一城这样的公司，在显示领域有一定布局，且与京东方等大型供应链企业有深度合作，未来有可能借助这种合作在规则里面开拓市场，从传统的DIC发展到更先进的技术。此外，一些具有一定技术和产能扩张准备的公司，尽管规模较小，也可能因为自身的技术优势和市场布局而获得超车机会。

对于国产封测公司，在先进封装技术方面的进展如何？
发言人1：国产封测公司如风风投公司、华天科技等，在伴随国内三级芯片光的发展中，在封装技术方面取得了一定进展，尤其是围绕3D技术如COF扩展材、分离器以及3DIC堆叠式技术的布局。此外，还有长城科技等公司在3D技术上有较大资本投入和建设规划。


